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DESCRIPCION
Dispositivo con sistema multicapa flexible destinado a contactar o electroestimular células tisulares vivas o nervios.

En general, la presente invencion se refiere a sistemas que entran en contacto con tejidos vivos o nervios. Mas
concretamente, la invencion se refiere a un dispositivo para contactar o electroestimular células tisulares vivas o
nervios mediante una placa de circuitos impresos que incluye al menos un punto de contacto para la unién eléctrica
de implantes con sistemas multicapa con las placas de circuitos impresos, donde al menos una almohadilla de
contacto de una placa impresa flexible se fija en unién positiva a la placa impresa, lograndose un refuerzo mecanico
de la almohadilla de contacto por deposicion galvanica de material en la pista conductora.

Son conocidos dispositivos en forma de implante para la estimulacion de tejido vivo, por ejemplo implantes retinales
del ojo o para el oido interno humano. En general, estos implantes incluyen una serie de electrodos de estimulacion
a través de los cuales se suministran pulsos eléctricos de estimulacidon al tejido circundante o a las células,
estimulando asi los nervios, con el fin de restablecer o mejorar su funcionalidad.

Con frecuencia, los implantes conocidos forman parte de sistemas que incluyen componentes eléctricos o
electrénicos con fines diagndsticos, por ejemplo para la medicion eléctrica de las funciones corporales, la tension
arterial, la glucosa en sangre o la temperatura. Estos sistemas también pueden incluir un sensor de glucosa, un
sensor de ultrasonidos, componentes para el registro de imagenes o sonidos y, en concreto, componentes con fines
particulares. Estos sistemas también pueden consistir en sistemas de estimulacién que incluyen componentes
particulares, por ejemplo para la electroestimulacion, desfibrilacion, emisién de sonidos o de ultrasonidos. En
general, tales sistemas incluyen un sustrato en forma de placa de circuitos impresos, sobre la que se disponen
componentes electronicos mediante contactos electronicos en contacto directo o indirecto con el tejido corporal, por
ejemplo con tejido nervioso o muscular, o con liquidos corporales, por ejemplo con la sangre.

Con el fin de que las dimensiones de los componentes eléctricos o electronicos sean lo mas pequefias posible,
ademas de los sustratos ceramicos también se utilizan cada vez en mayor medida placas de circuitos impresos de
plastico flexibles, por ejemplo de poliimida, parileno. Estas placas impresas flexibles se pueden estructurar con
ayuda de los procesos conocidos de la produccion de microchips de dimensiones muy finas, con un espesor de capa
de la pista conductora de unos poco a unos cientos de nandmetros y con una anchura para la pista conductora de
por ejemplo pocas micras.

En general, las placas impresas flexibles de este tipo consisten en una o mas capas aislantes, por ejemplo de
poliimida, parileno u otros plasticos, aislantes o semiconductores flexibles, sobre las que estan dispuestas pistas
conductoras, superficies de contacto o, en caso dado, contactos entre varios planos de pistas conductoras. Para el
contacto eléctrico de las pistas conductoras estan previstos puntos de contacto o almohadillas de contacto
correspondientes, a través de los cuales se pueden conectar por ejemplo lineas eléctricas y/o elementos
constitutivos que unen los componentes electrénicos de la placa impresa a los componentes externos del sistema de
estimulacion.

Sin embargo, las placas impresas flexibles de este tipo, como las dadas a conocer en los documentos DE-A-
19750043 o WO-A-99/49934, tienen el problema de que las pistas conductoras finas son mecanicamente muy
sensibles, en particular en sus puntos de contacto, lo que puede conducir a una pérdida del contacto eléctrico entre
los puntos de contacto y las pistas conductoras. Otro problema de estos puntos de contacto o almohadillas de
contacto consiste en el anclaje dentro de la finisima placa impresa flexible para el implante. En general, la pista
conductora tiene un espesor de entre unos poco nanémetros y unos cientos de nanémetros y la capa de aislamiento
tiene un espesor de unas pocas micras. Un aspecto critico es que el anclaje mecanico del punto de contacto a la
pista conductora es insuficiente. La almohadilla de contacto se puede soltar faciimente de la placa impresa flexible,
especialmente debido a cargas mecanicas durante la produccién, el montaje de elementos o el mecanizado de las
placas impresas para implante, en particular por fuerzas de compresidon mecanicas, de traccion, de cizalladura,
esfuerzos de torsion, dilatacion, vibraciones por ultrasonidos, etc.

Por consiguiente, un objeto de la presente invencion es proporcionar una placa de circuitos impresos destinada a un
implante con propiedades mejoradas en cuanto al contacto eléctrico a través de los puntos de contacto de las pistas
conductoras dispuestas sobre dicha placa impresa.

Este objeto se resuelve mediante el dispositivo segun la invencion con las caracteristicas indicadas en la
reivindicacion 1. En las reivindicaciones dependientes se indican perfeccionamientos ventajosos de la invencion.

De acuerdo con la presente invencion, el objeto arriba indicado se resuelve mediante un dispositivo destinado al
contacto y/o a la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios con una placa de circuitos impresos que
incluye al menos una capa de material aislante eléctrico sobre la que se dispone una capa de pistas conductoras
con al menos una pista conductora. Para el contacto eléctrico de la pista conductora esta previsto al menos un punto
de contacto. Sobre la pista conductora se dispone al menos una capa de material adicional a través de la cual se
prolonga el punto de contacto. De este modo, la pista conductora se puede conectar eléctricamente desde fuera de
la placa impresa en la zona del punto de contacto a través de la capa de material adicional.
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Por consiguiente, con el procedimiento segun la invenciéon se refuerzan los puntos de contacto para las pistas
conductoras del implante, por ejemplo los electrodos de estimulacién, mediante una o mas capas de material
adicionales. A modo ilustrativo, mediante un proceso galvanico se deposita una capa reforzada galvanicamente
sobre el punto de contacto ya procesado previamente. Alternativamente, ademas de la deposicion metalica
galvanica, también se pueden utilizar otros procesos adecuados para la aplicacién de una o mas capas de material,
tales como pulverizacion catédica. Mediante la aplicacién posterior de una o mas capas de material adicionales
sobre los puntos de contacto previamente estructurados de las pistas conductoras, éstos se integran de forma
mecanicamente mas estable a la placa impresa y son mas fiables en su funcion, es decir, los puntos de contacto se
pueden conectar de forma mas fiable y el contacto eléctrico se mejora, anclandose mas firmemente los puntos de
contacto en el electrodo de estimulacion.

De acuerdo con una forma de realizacion preferente de la presente invencion, la placa de circuitos impresos flexible
para implante consiste en varias capas de un material aislante con pistas conductoras dispuestas entre o por debajo
o por encima de las mismas, que se refuerzan mecanicamente en el area de los puntos de contacto antes de aplicar
mas capas cubrientes de material aislante. La aplicacién de una o mas capas de refuerzo mecanico sobre la placa
impresa se lleva a cabo, segun la invencion, mediante procedimientos galvanicos o mediante pulverizacion catédica.

También se da a conocer un procedimiento para producir una placa impresa en forma de sistema multicapa para un
dispositivo destinado al contacto y/o la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios, que incluye los
siguientes pasos:

e Produccion de una primera capa de material aislante.

e  Produccioén de una pista conductora sobre la primera capa de material aislante
e Produccion de una segunda capa de material aislante.

e Produccion de al menos una ventana en la segunda capa de material aislante.

e Rellenado de la ventana de la segunda capa de material aislante con un material conductor eléctrico para
producir un punto de contacto que presenta un contacto eléctrico con la pista conductora.

e Produccion de una capa de material aislante adicional sobre la segunda capa de material aislante.

e Produccion de al menos una ventana en la capa de material aislante adicional, presentando la ventana de la
capa de material aislante adicional unas dimensiones laterales inferiores que la ventana de la segunda
capa de material aislante.

e Rellenado de la ventana de la capa de material aislante adicional con un material conductor eléctrico para
producir una almohadilla de contacto que permite un contacto eléctrico con el punto de contacto.

En general, la produccion de las estructuras finas de la placa impresa flexible adecuada para su uso en un implante
se lleva a cabo mediante procedimientos litograficos, que ya son conocidos en la produccion de semiconductores a
partir de laminas de silicio.

Con este procedimiento se pueden producir almohadillas de contacto reforzadas galvanicamente y ancladas en
union positiva a las placas impresas flexibles, que se pueden utilizar en dispositivos con un sistema multicapa
flexible para el contacto o la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios. Las almohadillas de contacto se
pueden disponer opcionalmente sobre la cara superior y/o sobre la cara inferior de la placa impresa del sistema
multicapa flexible. En lugar de una almohadilla de contacto o junto a ésta, en la placa impresa flexible también se
pueden montar electrodos para la electroestimulacion de tejido vivo o nervios. Mediante conexiones de paso a través
de las capas de material aislante de la placa impresa flexible se pueden establecer un contacto eléctrico entre las
almohadillas de contacto o los puntos de contacto y las pistas conductoras metalicas interiores del sistema
multicapa.

Otra particularidad del procedimiento para la produccion de una placa impresa adecuada para su uso en un implante
segun la presente invencion es que, por un lado, se utiliza un proceso de produccién galvanico para crear refuerzos
mecanicos en la almohadilla o en los puntos de contacto, y estos puntos de contacto reforzados galvanicamente se
anclan en union positiva a la placa impresa mediante capas galvanicas interiores; es decir, la capa galvanica interior
de la almohadilla de contacto correspondiente tiene unas dimensiones laterales mayores que la capa galvanica
exterior de la almohadilla, lograndose un buen anclaje mecanico en referencia a las fuerzas mecanicas que actdan
desde el exterior. Este anclaje mecanico de la almohadilla o almohadillas de contacto de la placa impresa es una
importante condicion previa para las técnicas de conexidon mecanica que se han de realizar a continuacion, por
ejemplo soldaduras por ultrasonidos, adhesion conductora, soldaduras por termocompresion, soldaduras "flip-chip" y
otros procedimientos de union eléctrica.

Otra condicion previa para la produccién de electrodos mecanicamente robustos sobre la placa impresa flexible, y
que tiene gran importancia por ejemplo en las neuroprétesis, es un buen anclaje mecanico de las almohadillas de
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contacto sobre la placa impresa para el implante. Estos electrodos se pueden utilizar principalmente para la
electroestimulacion, por ejemplo en un implante retinal, coclear, para estimuladores del tronco encefalico, la
estimulacion cerebral profunda, estimulacion de la médula espinal y otras. Por otro lado, también existe la posibilidad
de realizar electrodos de derivacién con el procedimiento descrito, que pueden utilizarse por ejemplo para medidas
electrofisiolégicas de la actividad nerviosa o la impedancia de sistemas bioldgicos o quimicos.

Otros detalles, realizaciones preferentes y ventajas de la presente invencion se desprenden de la siguiente
descripcién y en referencia a las figuras adjuntas, en las cuales:

Figura 1: representacion esquematica de la estructura de una placa impresa segun una primera forma de
realizacion preferente de la presente invencion, prevista para ser utilizada en un dispositivo para
el contacto o la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios;

Figura 2a: representacion esquematica de la estructura de una placa impresa seguin una segunda forma de
realizacién preferente de la presente invencidn, prevista para ser utilizada en un dispositivo para
el contacto o la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios;

Figura 2b: representacion esquematica en seccion de la forma de realizacion de la placa impresa segun la
invencion mostrada en la Figura 2a;

Figura 3a: representacion esquematica de la estructura de una placa impresa segun una tercera forma de
realizacion preferente de la presente invencion, prevista para ser utilizada en un dispositivo para
el contacto o la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios; y

Figura 3b: representacion esquematica en seccion de la forma de realizacion de la placa impresa segun la
invencién mostrada en la Figura 3a.

La Figura 1 es una representacion esquematica de la estructura de una placa impresa L segun una primera forma de
realizacién preferente de la presente invencion, prevista para ser utilizada en un dispositivo para el contacto o la
electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios.

La placa impresa L representada en la Figura 1 incluye tres capas de material aislante eléctrico 1, 2, 3, por ejemplo
de poliimida, parileno u otro aislante. Sobre estas capas aislantes 1, 2, 3 estan configuradas una pista conductora
inferior 4 y una pista conductora superior 5. Las pistas conductoras 4 y 5 estan dispuestas en cada caso en un plano
de pista conductora correspondiente, encontrandose el plano de la pista conductora 4 entre la capa de material
aislante 1 y la capa de material aislante 2 y el plano de la pista conductora 5 entre la capa de material aislante 2 y la
capa de material aislante 3. En la forma de realizacion de la placa impresa L segun la invencion representada en la
Figura 1, las pistas conductoras 4 y 5 estan conectadas eléctricamente entre si a través de una conexién de paso 6
entre los planos de pista conductora.

La pista conductora superior 5 esta provista ademas de una superficie de contacto o almohadilla de contacto 7 que
se extiende desde el plano de la pista conductora superior 5 hasta el borde exterior de la placa impresa L. También
estan previstos unos puntos de contacto 7 correspondientes para el contacto eléctrico de las pistas conductoras,
donde se puede conectar la linea eléctrica externa, con el fin de unir los componentes electrénicos de la placa
impresa L con otros componentes eléctricos de un sistema. También se puede disponer un electrodo 8 sobre el
punto de contacto 7. Las pistas conductoras 4, 5 pueden estar hechas por ejemplo de titanio, cobre, oro, plata,
platino, plastico conductor u otros materiales conductores eléctricos. La placa impresa L segun la invencion se
puede obtener mediante procesos de produccion de microestructuras, tal como se conocen por ejemplo en la
produccién de semiconductores. Con ayuda de estos procesos se pueden lograr unas dimensiones muy finas para la
placa impresa L, pudiendo oscilar el espesor de capa de las pistas conductoras 4, 5 entre unos nanémetros y unos
cientos de nanémetros y pudiendo presentar las capas de material aislante 1, 2, 3 un espesor de capa de unas
pocas micras.

Para cumplir el objetivo arriba mencionado de una disposicion mecanicamente mas estable y funcionalmente mas
fiable para los puntos de contacto 7 o las almohadillas de electrodo 8 de la placa impresa L de acuerdo con la
presente invencion, los puntos de contacto 7 para las pistas conductoras 5 se refuerzan con una o mas capas de
material adicionales 9. En la primera forma de realizacién de la placa impresa L segun la invencion representada en
la Figura 1, sobre el punto de contacto 7 de la placa impresa L esta dispuesta una capa de material aislante eléctrico
9. Disponiendo una o mas capas de material adicionales 9 sobre el punto de contacto 7 de la pista conductora 5, el
punto de contacto 7 se ancla de forma mecanicamente mas estable a la placa impresa L y, en consecuencia, se
puede conectar de forma mas fiable.

Sobre el punto de contacto 7 se dispone una almohadilla de contacto 8 de un material conductor eléctrico que se
extiende a través de la capa de material adicional 9 y que permite conectar el punto de contacto 7 desde el exterior.
Esto se lleva a cabo preferentemente mediante pulverizacion catddica, deposicion galvanica, adhesion con ayuda de
un adhesivo conductor, por soldadura indirecta, soldadura, soldadura con ultrasonido, por termocompresion,
mediante presion o apriete. También pueden disponerse varias capas de material adicionales 9 sobre la capa de
material 3 por encima del plano de pista conductora de la pista conductora superior 5. En este caso, la almohadilla
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de contacto 8 de material conductor eléctrico se configura de modo que se extiende desde el punto de contacto 7 a
través de todas las capas de material adicionales 9 para conectar eléctricamente el punto de contacto 7 desde fuera
de las pistas conductoras. Asi, se pueden disponer almohadillas de contacto 8 o electrodos reforzados
galvanicamente y anclados en unién positiva tanto en la cara superior como en la cara inferior de la placa impresa L,
que posibilitan un contacto eléctrico con las pistas conductoras metalicas interiores 4 y 5 de la placa impresa L a
través de los puntos de contacto 7 correspondientes.

La Figura 2a es una representacion esquematica de la estructura de una placa impresa L segun una segunda forma
de realizacién preferente de la presente invencién, con un punto de contacto 7, 8 configurado en la cara superior de
la placa impresa L, y la Figura 2b es una representacion esquematica en seccion de la forma de realizacion de la
placa impresa L segun la invencién mostrada en la Figura 2a. La forma de realizacién de una placa impresa L segun
la invencion mostrada en estas figuras incluye también tres capas de material aislante 2, 3 y 9, asi como dos capas
de pista conductora con pistas conductoras eléctricas 4 y 10. La pista conductora inferior 4 esta dispuesta entre las
capas de material aislante 2 y 3, mientras que la pista conductora superior 10 esta dispuesta entre las capas de
material aislante 3 y 9.

La pista conductora inferior 4 esta conectada eléctricamente a través de una conexién de paso 6 y esta provista de
un punto de contacto 7 sobre el que se dispone una almohadilla de contacto o de electrodo 8. Tanto el contacto de
paso 6 como el punto de contacto 7 y la almohadilla de contacto 8 estan configurados en forma de capa galvanica,
es decir, se han producido como deposicion metalica galvanica segun un proceso galvanico. Sobre la pista
conductora superior 10 esta dispuesta una capa aislante adicional 9, situada por encima del punto de contacto 7 y
que rodea la almohadilla de contacto 8. Por consiguiente, utilizando procesos galvanicos se consigue reforzar el
punto de contacto 7 o la almohadilla de contacto 8 y, mediante la aplicacion de la capa de material adicional 9 sobre
la capa de pista conductora superior frente a la capa de material aislante 3, se logra un anclaje en unién positiva del
punto de contacto 7, 8 sobre la cara superior de la placa impresa L.

La almohadilla de contacto 8 se extiende desde el punto de contacto 7 hasta el borde superior de la capa de material
aislante adicional 9 o mas alla, de modo que la pista conductora 4 se puede conectar eléctricamente desde fuera de
la placa impresa L. De este modo, el punto de contacto incluye una parte inferior 7 y una parte superior 8,
presentando la parte inferior 7 unas dimensiones laterales mayores que la parte superior 8. De este modo, el punto
de contacto 7, 8 esta mejor anclado en la placa impresa L y es menos sensible a deformaciones mecanicas y/o a
fuerzas de traccion perpendiculares a la placa impresa flexible L.

La Figura 3a es una representacion esquematica de la estructura de una placa impresa L segun una tercera forma
de realizacion preferente de la presente invencion, con un punto de contacto 7, 8 configurado en la cara inferior de la
placa impresa L, y la Figura 3b es una representacién esquematica en seccién de la forma de realizacion de la placa
impresa L segun la invencion mostrada en la Figura 3a. La forma de realizacion de la placa impresa L segun la
invencion mostrada en estas figuras tiene, en parte, una estructura similar a la de la forma de realizacion mostrada
en las Figuras 2a 'y 2b.

La forma de realizacién de la placa impresa L segun la invencién mostrada en las Figuras 3a y 3b presenta, en la
cara inferior, un punto de contacto 7, 8 e incluye de nuevo tres capas de material aislante 2, 3 y 9 y dos capas de
pista conductora con pistas conductoras eléctricas 4 y 5. La pista conductora 4 esta dispuesta entre las capas de
material aislante 2 y 3, mientras que la pista conductora inferior 5 esta dispuesta entre las capas de material aislante
3yo9.

La pista conductora superior 4 estd conectada eléctricamente a través de un punto de contacto 7 y la pista
conductora inferior esta conectada eléctricamente a través de una almohadilla de contacto 8. De nuevo, el punto de
contacto 7 y la almohadilla de contacto 8 se producen mediante un proceso galvanico. Por debajo de la pista
conductora inferior 5 esta dispuesta una capa de material aislante adicional 9, situada por debajo del punto de
contacto 7 y rodeando a la almohadilla de contacto 8. La almohadilla de contacto 8 se extiende desde el punto de
contacto 7 hasta el borde inferior de la capa de material adicional 9 o mas alla, de modo que la pista conductora 4 se
puede conectar eléctricamente desde fuera de la placa L. De este modo, el punto de contacto consiste de nuevo en
una primera parte 7 que presenta unas dimensiones laterales mayores que la segunda parte 8 y, por consiguiente,
esta anclado de forma fiable a la placa impresa L.

Lista de simbolos de referencia

1 Capa de material aislante o capa aislante.
2 Capa de material aislante o capa aislante.
3 Capa de material aislante o capa aislante.
4 Pista conductora o plano de pista conductora.
5 Pista conductora o plano de pista conductora.
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Conexion de paso.

Parte inferior del punto de contacto.

Parte superior del punto de contacto o almohadilla de contacto.
Capa de material aislante o capa aislante.

Pista conductora o plano de pista conductora.

Plano de corte de la representacion de la Figura 2b.

Plano de corte de la representacion de la Figura 3b

Placa de circuitos impresos o placa impresa
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REIVINDICACIONES

Dispositivo para el contacto y/o la electroestimulacion de células tisulares vivas o nervios con una placa de
circuitos impresos (L) que incluye al menos un punto de contacto (7, 8) para el contacto eléctrico,
comprendiendo la placa de circuitos impresos (L) una estructura con las siguientes capas:

- al menos una capa de material aislante eléctrico (1, 2, 3),
- al menos una capa de pista conductora (4, 5, 10) con una pista conductora (4, 5, 10), y
- al menos una capa de material aislante adicional (9) prevista sobre la pista conductora (4, 5, 10),

pudiendo conectarse eléctricamente la pista conductora (4, 5, 10) desde fuera de la placa impresa (L)
mediante el punto de contacto (7, 8) a través de la capa de material adicional (9),

incluyendo el punto de contacto (7) una primera superficie en contacto directo con una capa de pista
conductora (4, 5, 10) y una segunda superficie, en posicidon opuesta, que esta cubierta por la capa o las
capas de material aislante adicionales,

caracterizado porque el punto de contacto (7) se aplica mediante deposicién metalica galvanica o mediante
pulverizacién catédica sobre la pista conductora (4, 5), de modo que el punto de contacto (7) esta integrado
o anclado en la pista conductora.

Dispositivo segun la reivindicacién 1, caracterizado porque el punto de contacto (7, 8) incluye una primera
parte (7) que presenta unas dimensiones laterales mayores que las de una segunda parte (8) del punto de
contacto (7, 8).

Dispositivo segun la reivindicacion 2, caracterizado porque la primera parte (7) del punto de contacto (7, 8)
esta cubierta, al menos en parte, por la capa de material adicional (9), y la segunda parte (8) del punto de
contacto (7, 8) esta rodeada, al menos en parte, por la capa de material adicional (9).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque estan previstas varias
capas de material adicionales (9) a través de las cuales se extiende el punto de contacto (7, 8) desde la
pista conductora (4, 5, 10) hasta un borde exterior de la placa impresa (L).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la pista conductora (4,
5, 10) esta dispuesta sobre una de las capas de material aislante eléctrico (1, 2, 3, 9).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la pista conductora (4,
5, 10) esta integrada en una de las capas de material aislante eléctrico (1, 2, 3, 9).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la pista conductora (4,
5, 10) esta dispuesta entre dos capas de material aislante eléctrico (1, 2, 3, 9).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque estan previstas varias
capas de pista conductora (4, 5, 10) separadas entre si esencialmente mediante al menos una capa de
material aislante (1, 2, 3, 9).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque estan previstas varias
capas de pista conductora (4, 5, 10) conectadas eléctricamente entre si a través de conexiones de paso o a
través de capas galvanicas (6, 7).

Dispositivo segun una de las reivindicaciones 8 y 9, caracterizado porque las capas de pista conductora (4,
5, 10) estan dispuestas paralelas entre si.

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las capas de pista
conductora (4, 5, 10) presentan un espesor de entre unos nanémetros y unos cientos de nanémetros y las
capas de material aislante (1, 2, 3, 9) presentan un espesor de unas pocas micras.

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las capas de pista
conductora (4, 5, 10) y las capas de material aislante (1, 2, 3, 9) estan dispuestas paralelas entre si.

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el punto de contacto
(7, 8) para el contacto eléctrico de la pista conductora (4, 5, 10) esta dispuesto sobre la cara superior y/o
sobre la cara inferior de la placa impresa (L).

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el punto de contacto
(7) para el contacto eléctrico de la pista conductora (4, 5, 10) presenta una almohadilla de contacto o de
electrodo (8) que se puede conectar eléctricamente desde fuera de la placa impresa (L).
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Dispositivo segun la reivindicacion 14, caracterizado porque el punto de contacto (7) o la almohadilla de
contacto (8) se extiende al menos hasta un borde exterior de la placa impresa (L) o mas alla.

Dispositivo segun una de las reivindicaciones 14 y 15, caracterizado porque el punto de contacto (7) y/o la
almohadilla de contacto (8) estan integrados en la capa de material adicional (9).



ES 2391417713

’
i |

g CACANEATI AT A Y LY
AR RACRA YR A SRR C AR ALYRANY
AR LA R AN R AN A R AN ARN
LGN N T T N T T N T T T N T T LT NN
AR RN RN ARCREA TR A LR RV A NN

'l
’




ES 2391417713

FIG 2a

—_
L)
-_--__f'

o o — - -

A A

s i — —— -
-—— - - —

-~ -
“‘ A b 10
R u
,
’ , 0 s ,» r s ’, s , n s
NP S Ly S Sy Ly L T
AR ARy AN YA AR IN
PO NP TP AP IOl
—Yrz
.

10



ES 2391417713

e e ——  ——

—? - . e ————

4

b} [/, S
! \ \ |
. . . . LI . | L
5 A
ISR P | \ 7/ Fo 1
\ \\ 7/ 7 |

\ ~ PR 4
“\ - / []
\ LA \

s

o s ! |
See "’ | |
] )
s L

AR CALLCALSN\Y, 70 T " W B Y T Y 2 T Y T T R L I Y
AR AR A R R A A AR A A Y A RSN AL A AR A A R A R LA LA LR R OAR AR A
PO N S N N T N 0 S e 0 N 2 N T N T S LT N P T L

AR Y ALY . N ALY A ALY A AR A AR AN .S ALY AR SN L A

PR R TR S AT A R R S R A TR AN AR AR A YR A YR AR AL A YA YA V

~, ~ ., ~, AT AN LY e

~ ~ ALY ALY AR . N AN

’ . s 0 ) s s ’

11



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

